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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の表層がヒートシール層であり他方の表層が表面層である易開封性共押出積層フィ
ルムであり、
　前記ヒートシール層が、エチレン－酢酸ビニル共重合体及び／またはエチレン－メチル
メタクリレート共重合体と、粘着付与剤とを含有し、かつビカット軟化点が４０℃～５０
℃であるポリオレフィン系樹脂組成物からなることを特徴とする共押出易開封性積層フィ
ルム。
【請求項２】
　前記表面層が、１９０℃におけるメルトフローレートが０．１ｇ／１０ｍｉｎ～１．０
ｇ／１０ｍｉｎのエチレン系樹脂を含有する請求項１に記載の易開封性積層フィルム。
【請求項３】
　前記表面層に含まれる樹脂成分中のエチレン系樹脂の含有率が７０質量％以上である請
求項１又は２に記載の易開封性積層フィルム。
【請求項４】
　前記表面層とヒートシール層の間に中間層を有し、層構成が、表面層／中間層／ヒート
シール層であり、前記中間層に含まれる樹脂成分中のエチレン系樹脂の含有率が７０質量
％以上である請求項１～３のいずれかに記載の易開封性積層フィルム。
【請求項５】
　前記ポリオレフィン系樹脂組成物の１９０℃におけるメルトフローレートが、３ｇ／１
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０ｍｉｎ以上である請求項１～４のいずれかに記載の易開封性積層フィルム。
【請求項６】
　全厚が２０～５０μｍの範囲であり、前記ヒートシール層の厚みが４～２０μｍである
請求項１～５の何れかに記載の易開封性積層フィルム。
【請求項７】
　請求項１～６の何れかに記載の易開封性積層フィルムの表面層に延伸基材フィルムが積
層されていることを特徴とする易開封性ラミネートフィルム。
【請求項８】
　請求項７に記載の易開封性ラミネートフィルムを用いることを特徴とする包装容器の蓋
材。
【請求項９】
　ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン又はポリプロピレンを含有するヒートシー
ル面を開口部に備える包装容器の前記開口部を封止する請求項８に記載の蓋材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包装容器のヒートシール部等の被着体に対して低温雰囲気下でも十分なヒー
トシール強度を有し、かつラミネートする場合やロール状に巻いたときにもブロッキング
を起こしにくい耐ブロッキング性に優れた易開封性積層フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年医療用具包装体や食品包装において、ユニバーサルデザイン化傾向の中で、社会的
弱者（高齢者、幼児、障害者等）に対しての配慮として、消費者が開封しやすい方式、例
えば易開封性が重要視されつつある。その中でも、特に容器等に用いられる易開封性の蓋
材が重要視されつつある。
【０００３】
　特許文献１には、易開封性の蓋材としてヒートシール層と表面層とを備える積層フィル
ムに基材フィルムを貼りあわせた蓋材が記載されている。この蓋材は、ヒートシール層の
上に積層される表面層を従来の一般的な樹脂より流動性の悪い樹脂を用いることによって
、ヒートシール層の樹脂流れを抑制し、シール温度に依らず優れた易開封性を示すもので
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－０６３０７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　食品や医療用具の包装に際しては、衛生面等の配慮から低温下で包装作業がなされるこ
とも多く、流通や保管に際しても低温環境下にさらされることが多い。なかでも包装対象
が冷凍食品である場合などは、特に低い温度での包装、流通、保管が必要となる。このた
め、包装材に使用する蓋材には、低温下でも高いシール強度の実現が求められていた。
【０００６】
　一方、低温下でシール強度を向上させるためにシール層に柔軟な樹脂を使用すると、常
温下で、積層フィルムをロール状で保管、流通する場合や、ラミネート加工等の加工を行
う場合にブロッキングが生じやすくなる。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、低温下でも十分なヒートシール強度を有し、かつ常
温下でのブロッキングを起こしにくい耐ブロッキング性に優れた易開封性積層フィルムを
提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、かかる課題を解決すべく鋭意研究した結果、一方の表層がヒートシール層
であり他方の表層が表面層である易開封性積層フィルムであって、前記ヒートシール層が
、エチレン－酢酸ビニル共重合体及び／またはエチレン－メチルメタクリレート共重合体
を含有し、かつビカット軟化点が特定温度範囲にあるポリオレフィン系樹脂組成物からな
る易開封性積層フィルムが、前記課題を解決できることを見出し、本発明を完成した。
【０００９】
　即ち本発明は、一方の表層がヒートシール層であり他方の表層が表面層である易開封性
積層フィルムであって、前記ヒートシール層が、エチレン－酢酸ビニル共重合体及び／ま
たはエチレン－メチルメタクリレート共重合体を含有し、かつビカット軟化点が４０℃～
５０℃であるポリオレフィン系樹脂組成物からなる易開封性積層フィルム、及びこの積層
フィルムの表面層の上に延伸基材フィルムが積層されていることを特徴とする易開封性ラ
ミネートフィルムを提供するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の積層フィルム、及びラミネートフィルムは、一方の表層を構成するヒートシー
ル層がエチレン－酢酸ビニル共重合体及び／またはエチレン－メチルメタクリレート共重
合体を含有し、かつビカット軟化点が４０℃～５０℃であるポリオレフィン系樹脂組成物
からなる。そのため、低温下でも被着体に対して十分なヒートシール強度を有し、かつラ
ミネート加工する場合やロール状に巻いたときにもブロッキングを起こしにくい耐ブロッ
キング性に優れた耐ブロッキング性に優れた包装容器の蓋材として好適に用いることがで
きる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の易開封性積層フィルムは、一方の表層がヒートシール層であり他の表層が表面
層である易開封性積層フィルムであって、前記ヒートシール層が、エチレン－酢酸ビニル
共重合体及び／またはエチレン－メチルメタクリレート共重合体を含有し、かつビカット
軟化点４０℃～５０℃であるポリオレフィン系樹脂組成物からなる積層フィルムである。
【００１２】
［ヒートシール層］
　本発明に使用するヒートシール層は、本発明の易開封性積層フィルムの一方の面の表層
を構成し、後述の包装容器のヒートシール面を封止する層である。ヒートシール層はエチ
レン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）、エチレン－メチルメタクリレート共重合体（ＥＭ
ＭＡ）の少なくとも一種を樹脂成分として含有するポリオレフィン系樹脂組成物からなる
。
【００１３】
　エチレン－酢酸ビニル共重合体としては、低温でヒートシールが可能で、低温の雰囲気
においても被着体との接着が良好となる点から、酢酸ビニルが２０質量％以上の割合で含
まれていることが好ましく、２５質量％以上の割合で含まれていることがより好ましく、
２８質量％以上の割合で含まれていることがさらに好ましい。また、抗ブロッキング性が
良好となる点から、酢酸ビニルが３０質量％以下の割合で含まれていることが好ましく、
２８質量％以下の割合で含まれていることがより好ましく、２５質量％以下の割合で含ま
れていることがさらに好ましい。
【００１４】
　エチレン－メチルメタクリレート共重合体としては、エチレン－酢酸ビニル共重合体と
同様に、低温でヒートシールが可能で、低温の雰囲気においても被着体との接着が良好と
なる点から、メチルメタクリレートが２０質量％以上の割合で含まれていることが好まし
く、２５質量％以上の割合で含まれていることがより好ましく、２８質量％以上の割合で
含まれていることがさらに好ましい。また、抗ブロッキング性が良好となる点から、３０
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質量％以下の割合で含まれていることが好ましく、２８質量％以下の割合で含まれている
ことがより好ましく、２５質量％以下の割合で含まれていることがさらに好ましい。
【００１５】
　エチレン－酢酸ビニル共重合体とエチレン－メチルメタクリレート共重合体の１９０℃
におけるＭＦＲは、本発明の積層フィルムを形成できる範囲であれば特に制限されないが
、押出成形性が良好となる点から、３ｇ／１０ｍｉｎ以上であることが好ましく、５ｇ／
１０ｍｉｎ以上であることがより好ましく、７ｇ／１０ｍｉｎ以上であることがさらに好
ましい。また、表面層との共押出積層化が容易となる点から、１９０℃におけるＭＦＲは
３０ｇ／１０ｍｉｎ以下であることが好ましく、２５ｇ／１０ｍｉｎ以下であることがよ
り好ましく、２０ｇ／１０ｍｉｎ以下であることがさらに好ましい。
【００１６】
　エチレン－酢酸ビニル共重合体とエチレン－メチルメタクリレート共重合体の密度は、
被着体との接着性が良好となる点から、０．９４０ｇ／ｃｍ３以上であることが好ましく
、０．９４５ｇ／ｃｍ３以上であることがより好ましい。また、抗ブロッキング性が良好
となる点から、０．９５５ｇ／ｃｍ３以下であることが好ましく、０．９５０ｇ／ｃｍ３

以下であることがより好ましい。
【００１７】
　エチレン－酢酸ビニル共重合体及びエチレン－メチルメタクリレート共重合の含有量は
ヒートシール性が良好となる点から、ヒートシール層を形成するポリオレフィン系樹脂組
成物に使用する樹脂成分中の２０質量％以上であることが好ましく、３０質量％以上であ
ることがより好ましく、５０質量％以上であることがさらに好ましい。また、被着体との
接着性が良好となる点から、前記含有量は、９５質量％以下であることが好ましく、９０
質量％以下であることがより好ましく、８０質量％以下であることがさらに好ましい。
【００１８】
　ヒートシール層を形成するポリオレフィン系樹脂組成物には、前記エチレン－酢酸ビニ
ル共重合体やエチレン－メチルメタクリレート共重合体以外に、他の樹脂等を含有してい
てもよい。他の樹脂としては、例えば、前記以外の各種オレフィン系樹脂やスチレン系樹
脂等を好ましく使用することができる。また、粘着付与剤として使用される各種の樹脂も
好ましく使用できる。
【００１９】
　前記以外の各種オレフィン系樹脂としては、例えば、超低密度ポリエチレン（ＶＬＤＰ
Ｅ）、線状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）等のポ
リエチレン樹脂や、、エチレン－エチルアクリレート共重合体（ＥＥＡ）、エチレン－メ
チルアクリレート（ＥＭＡ）共重合体、エチレン－エチルアクリレート－無水マレイン酸
共重合体（Ｅ－ＥＡ－ＭＡＨ）、エチレン－アクリル酸共重合体（ＥＡＡ）、エチレン－
メタクリル酸共重合体（ＥＭＡＡ）等のエチレン系共重合体；更にはエチレン－アクリル
酸共重合体のアイオノマー、エチレン－メタクリル酸共重合体のアイオノマー等を使用で
きる。また、スチレン系樹脂としては、例えば、スチレンの単独重合体；ブタジエンゴム
、スチレン－ブタジエンゴム等の合成ゴムにスチレンの単量体をグラフト重合した耐衝撃
性スチレン系樹脂等を使用できる。
【００２０】
　前記のエチレン－酢酸ビニル共重合体及びエチレン－メチルメタクリレート共重合に、
これらオレフィン系樹脂やスチレン系樹脂を使用する場合には、容器とのヒートシール性
のため、その含有量がポリオレフィン系組成物に使用する樹脂成分中の６０質量％以下と
することが好ましく、３０質量％以下とすることがより好ましい。
【００２１】
　粘着付与剤としては、脂肪族系炭化水素樹脂（脂環式系炭化水素樹脂を含む）、芳香族
系炭化水素樹脂、ロジン系樹脂、ポリテルペン系樹脂、酸変性Ｃ５石油樹脂、Ｃ５／Ｃ９
共重合系石油樹脂、キシレン樹脂、クマロンインデン樹脂等を使用することができる。
【００２２】
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　脂肪族系炭化水素樹脂としては、例えば、ブテン－１、ブタジエン、イソブチレン、１
，３－ペンタジエン等の炭素原子数４～５のモノオレフィンまたはジオレフィンを主成分
とする重合体、シクロペンタジエンやスペントＣ４～Ｃ５留分中のジエン成分を環化二量
体化後重合させた樹脂等の環状モノマーを重合させた樹脂、芳香族系炭化水素樹脂を環内
水添した樹脂等を使用することができる。芳香族系炭化水素樹脂としては、例えば、α－
メチルトルエン、ビニルトルエン、インデン等のビニル芳香族系炭化水素を主成分とした
樹脂等を使用することができる。
【００２３】
　ロジン系樹脂としては、例えば、ロジン、重合ロジン、ロジングリセリンエステル、ロ
ジングリセリンエステルの水添物、ロジングリセリンエステルの重合物、ロジンペンタエ
リストリトールエステル、ロジンペンタエリストリトールエステルの水添物、ロジンペン
タエリストリトールエステルの重合物等を使用することができる。
【００２４】
　ポリテルペン系樹脂としては、例えば、水添テルペン樹脂、テルペン－フェノール共重
合樹脂、ジペンテン重合体、α－ピネン重合体、β－ピネン重合体、α－ピネン－フェノ
ール共重合樹脂等を使用することができる。
【００２５】
　前記の中でも粘着付与剤としては、被着体との接着性が良好となる点から、ロジン系樹
脂が好ましく、さらに、その中でも水添ロジングリセリンエステル等のロジンエステルが
がさらに好ましい。
【００２６】
　さらに、粘着付与剤としては、耐熱性に優れることから軟化点は、１２０℃～１５０℃
であることが好ましく、１２５℃～１３５℃であることがより好ましい。
【００２７】
　粘着付与剤は、被着体に対する接着性に優れることからヒートシール層を形成するポリ
オレフィン系樹脂組成物に使用する樹脂成分中に５質量％以上の割合で含有されることが
好ましく、１０質量％以上の割合で含有されることがより好ましく、２０質量％以上の割
合で含有されることがさらに好ましい。また、ヒートシール層の製膜性が良好となること
から、５０質量％以下であることが好ましく、４０質量％以下であることがより好ましく
、３０質量％以下であることがさらに好ましい。
【００２８】
　本発明においては、ヒートシール層を形成するポリオレフィン系樹脂組成物のビカット
軟化点を４０℃～５０℃、好ましくは４２℃～４８℃とすることで、低温下での被着体に
対する好適なヒートシール強度と、好適な耐ブロッキング性とを実現できる。ビカット軟
化点は、ＪＩＳ Ｋ ７２０６に準じて測定して得られる温度である。
【００２９】
　ヒートシール層を形成するポリオレフィン系樹脂組成物は、１９０℃におけるメルトフ
ローレート（以下、１９０℃におけるＭＦＲと称する）が、３ｇ／１０ｍｉｎ以上である
ことが好ましく、５ｇ／１０ｍｉｎ以上であることがより好ましく、７ｇ／１０ｍｉｎ以
上であることがさらに好ましい。また、共押出積層化が容易となる点から、１９０℃にお
けるＭＦＲは３０ｇ／１０ｍｉｎ以下であることが好ましく、２０ｇ／１０ｍｉｎ以下で
あることがより好ましく、１５ｇ／１０ｍｉｎ以下であることがさらに好ましい。
【００３０】
［表面層］
　本発明に使用する表面層は、易開封性積層フィルムのヒートシール層とは他方の面に積
層され、易開封性積層フィルムの表層を構成する。本発明の易開封性積層フィルムを使用
してラミネートフィルムを製造する場合には、当該表面層上に後述の基材が積層される。
【００３１】
　表面層はオレフィン系樹脂を含有する樹脂組成物から形成される表面層を好ましく使用
できる。当該オレフィン系樹脂としては各種のエチレン系樹脂やプロピレン系樹脂を使用
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することができ、なかでも他層との密着性を得やすいことからエチレン系樹脂を好ましく
使用できる。特に、表面層をヒートシール層と直接積層する場合には、エチレン系樹脂を
使用することで、表面層とヒートシール層との密着性が得やすくなる。
【００３２】
　表面層に使用するエチレン系樹脂としては、超低密度ポリエチレン（ＶＬＤＰＥ）、線
状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、線状中密度ポ
リエチレン（ＬＭＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、エチレン－酢酸ビニル共
重合体（ＥＶＡ）、エチレン－メチルメタアクリレート共重合体（ＥＭＭＡ）、エチレン
－エチルアクリレート共重合体（ＥＥＡ）、エチレン－メチルアクリレート（ＥＭＡ）共
重合体、エチレン－エチルアクリレート－無水マレイン酸共重合体（Ｅ－ＥＡ－ＭＡＨ）
、エチレン－アクリル酸共重合体（ＥＡＡ）、エチレン－メタクリル酸共重合体（ＥＭＡ
Ａ）等のエチレン系共重合体；更にはエチレン－アクリル酸共重合体のアイオノマー、エ
チレン－メタクリル酸共重合体のアイオノマー等が挙げられる。なかでも、線状低密度ポ
リエチレンや低密度ポリエチレンを好ましく使用できる。
【００３３】
　表面層を構成する樹脂組成物に含まれる樹脂成分中の前記エチレン系樹脂の割合は、耐
衝撃性が良好となる点から、７０質量％以上であることが好ましく、８０質量％～１００
質量％であることがより好ましく、９５質量％～１００質量％であることがさらに好まし
い。
【００３４】
　エチレン系樹脂として前記直鎖状低密度ポリエチレンを使用する場合には、その含有量
が表面層を構成する樹脂組成物に含まれるエチレン系樹脂中の５０質量％以上であること
が好ましく、６０質量％～１００質量％であることがより好ましい。
【００３５】
　前記エチレン系樹脂は、表面層樹脂の流れ出しの抑制が良好となる点から、１９０℃に
おけるＭＦＲが、０．１ｇ／１０ｍｉｎ～１．０ｇ／１０ｍｉｎであることが好ましく、
０．４ｇ／１０ｍｉｎ～１．０ｇ／１０ｍｉｎであることがより好ましく、０．６ｇ／１
０ｍｉｎ～０．８ｇ／１０ｍｉｎであることがさらに好ましい。
【００３６】
　前記エチレン系樹脂は、耐衝撃性が良好となる点から、密度が０．９１０ｇ／ｃｍ３～
０．９６０ｇ／ｃｍ３であることが好ましく、特に密度が０．９３０ｇ／ｃｍ３～０．９
５０ｇ／ｃｍ３であることがより好ましい。
【００３７】
　表面層を構成する樹脂組成物中の樹脂成分として、前記エチレン系樹脂以外の樹脂を使
用する場合には、当該含有量が表面層を構成する樹脂組成物中の樹脂成分中の１０質量％
以下とすることが好ましく５質量％以下であることが好ましい。
【００３８】
［中間層］
　本発明の易開封性積層フィルムにおいては、ヒートシール層と表面層との間に中間層を
設けることもできる。当該中間層に使用する樹脂組成物としては、例えば、上記表面層と
同様の樹脂組成物を好ましく使用できる。なお、表面層と中間層の樹脂組成物は、その配
合や物性が同一のものを使用しても異なるものを使用してもよい。
【００３９】
　また、当該中間層としては、ヒートシール層に隣接した層として、柔軟性の高いエラス
トマーを使用した層を設けることも好ましい。当該エラストマーとしてはオレフィン系エ
ラストマーを好ましく使用できる。当該オレフィン系エラストマーとしては、例えば、エ
チレン－プロピレン共重合体エラストマー、エチレン－ブテン共重合体エラストマー、エ
チレン－ヘキセン共重合体エラストマー、エチレン－オクテン共重合体エラストマー、プ
ロピレン－ブテン共重合体エラストマー等を使用でき、なかでも、エチレン－ブテン共重
合体エラストマーが好ましい。
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【００４０】
［易開封性積層フィルム］
　本発明の易開封性積層フィルムは、一方の表層が前記ヒートシール層であり、他方の表
層が前記表面層からなる積層フィルムである。当該構成の積層フィルムは、低温下でも十
分なシール強度を有し、かつ耐ブロッキング性に優れることから、各種包装用のフィルム
として好適に使用できる。
【００４１】
　本発明の易開封性積層フィルムの層構成は特に制限されるものではないが、ヒートシー
ル層／表面層の層構成、ヒートシール層と表面層との間に中間層を設けた、ヒートシール
層／中間層／表面層の層構成、あるいは、中間層を二層設けたヒートシール層／中間層１
／中間層２／表面層の層構成等を好ましく例示できる。なお、各層間には、適宜バリア層
や易接着層等の任意の機能層を設けることもできる。中間層を二層設ける場合には、ヒー
トシール層側の中間層１として、上記のエラストマーを使用した層を設け、表面層側の中
間層２としてＬＬＤＰＥ，ＬＤＰＥ等を使用した表面層と同等の樹脂組成物を設けた層構
成等を好ましく使用できる。
【００４２】
　本発明の易開封性積層フィルムの層構成は前記のとおり任意の層構成であってよいが、
ヒートシール層と隣接する層を形成する樹脂組成物の１９０℃におけるＭＦＲが、０．１
ｇ／１０ｍｉｎ～１．０ｇ／ｍｉｎであることが好ましく、０．４ｇ／１０ｍｉｎ～１．
０ｇ／１０ｍｉｎあることがより好ましく、０．６ｇ／１０ｍｉｎ～０．８ｇ／１０ｍｉ
ｎあることがさらに好ましい。ヒートシール層と隣接する層の樹脂組成物のＭＦＲを、当
該範囲とすることで、ヒートシール層のエチレン－酢酸ビニル共重合体及び／又はエチレ
ン－メチルメタクリレート共重合体の樹脂流れを抑制しやすくなり、好適な易開封性を得
やすくなる。なお、ヒートシール層と隣接する層を形成する樹脂組成物中にエチレン系樹
脂を用いることで、より好適な易開封性を実現しやすくなる。
【００４３】
　本発明の易開封性積層フィルムの厚みは使用する用途や態様に応じて適宜調整すればよ
いが、ヒートシール性が良好となる点から、その総厚みが２０～５０μｍであることが好
ましく、３０μｍ～５０μｍであることがより好ましい。
【００４４】
　各層の厚みや厚み比率は、特に制限されるものではないが、例えば、ヒートシール層の
厚みとしては、２μｍ～５０μｍであることが好ましく、４μｍ～２０μｍであることが
より好ましい。表面層の厚みとしては、２μｍ～５０μｍであることが好ましく、５μｍ
～４０μｍであることがより好ましい。また、中間層を使用する場合には、中間層の厚み
は１０μｍ～４５μｍであることが好ましく、２０μｍ～４０μｍであることがより好ま
しい。
【００４５】
　本発明の易開封性積層フィルムの曇り度は、包装する内容物を視認しやすいことから、
１０％以下であることが好ましく、８％以下であることがより好ましく、６％以下である
ことがさらに好ましい。本発明の易開封性積層フィルムは、このような高い透明性を有す
る場合にも、好適な包装適性や好適な印刷密着性を実現しやすい。
【００４６】
　ヒートシール層、表面層又は中間層には、必要に応じて、防曇剤、帯電防止剤、熱安定
剤、造核剤、酸化防止剤、滑剤、アンチブロッキング剤、離型剤、紫外線吸収剤、着色剤
等の成分を本発明の目的を損なわない範囲で添加することができる。特に、フィルム成形
時の加工適性、充填機の包装適性を付与するため、ヒートシール層及び表面層のフィルム
表面における摩擦係数は１．５以下、中でも１．０以下であることが好ましく、表面層に
は、滑剤やアンチブロッキング剤を適宜添加することが好ましい。
【００４７】
［易開封性積層フィルムの製造方法］
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　本発明の易開封性積層フィルムの製造方法としては、特に限定されないが、例えば、表
面層、中間層、ヒートシール層等の各層に用いる各樹脂又は樹脂混合物を、それぞれ別々
の押出機で加熱溶融させ、共押出多層ダイス法やフィードブロック法等の方法により溶融
状態でヒートシール層／中間層／表面層、を積層した後、インフレーションやＴダイ・チ
ルロール法等によりフィルム状に成形する共押出する方法が挙げられる。共押出法は、各
層の厚さの比率を比較的自由に調整することが可能で、衛生性に優れ、コストパフォーマ
ンスにも優れた積層フィルムが得られるので好ましい。融点とＴｇとの差が大きい樹脂を
積層するような場合は、共押出加工時にフィルム外観が劣化したり、均一な層構成形成が
困難になったりする場合がある。このような劣化を抑制するためには、比較的高温で溶融
押出を行うことができるＴダイ・チルロール法が好ましい。
【００４８】
　さらに、表面層に印刷等を行なう場合には、印刷インキとの接着性等を向上させるため
、表面層に表面処理を施すことが好ましい。このような表面処理としては、例えば、コロ
ナ処理、プラズマ処理、クロム酸処理、火炎処理、熱風処理、オゾン・紫外線処理等の表
面酸化処理、あるいはサンドブラスト等の表面凹凸処理を挙げることができるが、好まし
くはコロナ処理である。
【００４９】
［ラミネートフィルム］
【００５０】
　本発明のラミネートフィルムは、前記易開封性積層フィルムの表面層上に基材が積層さ
れたフィルムである。基材としては、特に限定されるものではないが、一般に破断しない
強度の確保、ヒ－トシール時の耐熱性確保、および印刷の意匠性向上等が図られることか
ら、延伸基材フィルムであることが好ましい。延伸基材フィルムとしては、２軸延伸ポリ
エステルフィルム、２軸延伸ナイロンフィルム、２軸延伸ポリプロピレンフィルム等を使
用できるが、破断強度、透明性等の点で２軸延伸ポリエステルフィルム及び２軸延伸ナイ
ロンフィルムがより好ましい。なお、前記基材フィルムとしては、必要性に応じて、易裂
け性処理や帯電防止処理が施されていてもよい。
【００５１】
　本発明のラミネートフィルムの製造方法としては、特に限定されないが、例えば、前記
積層フィルムの前記表面層の上に基材をラミネートする方法が挙げられる。本発明の前記
積層フィルムに前記基材をラミネートする方法としては、例えば、ドライラミネート法、
熱ラミネート法、多層押出コーティング法等が挙げられるが、これらのなかでも、ドライ
ラミネート法がより好ましい。また、ドライラミネート法で、前記積層フィルムと前記基
材とをラミネートする際に用いる接着剤としては、例えば、ポリエーテル－ポリウレタン
系接着剤、ポリエステル－ポリウレタン系接着剤等が挙げられる。また、本発明の共押出
積層フィルムと基材とをラミネートする前に、前記表面層の表面にコロナ放電処理を施す
と、基材との密着性が向上するため好ましい。
【００５２】
［包装材］
　本発明の易開封性積層フィルム及びラミネートフィルムは、各種の包装用材料として好
適に用いることができる。特に、低温雰囲気下でも十分なヒートシール強度を有し、かつ
ロール状に巻いたときにもブロッキングを起こしにくい点から、低温雰囲気下で包装加工
や流通、保管される食品や医療器具等の包装用途に好適に使用でき、特に冷蔵食品や冷凍
食品の包装材として好適である。また、特に開口部を有する包装容器の開口部を封止する
蓋材として好適に使用でき、特に包装容器の開口部のヒートシール面が、ポリオレフィン
系樹脂を主成分とする包装容器の蓋材として好適に使用できる。
【００５３】
　包装容器に使用するポリオレフィン系樹脂としては、ポリプロピレンが好ましく、例え
ば、ホモポリプロピレン、プロピレン－エチレン共重合体、プロピレン－ブテン－１共重
合体、プロピレン－エチレン－ブテン－１共重合体等のプロピレンの単独重合体又はプロ
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ピレンとα－オレフィンとの共重合体が挙げられる。これらのポリプロピレン系樹脂のな
かでも、重合体中のプロピレン単量体単位の含有量が７０モル％以上のものであれば、十
分なシール強度が得られるので好ましい。
【００５４】
　包装容器の開口部のヒートシール面としては、ポリオレフィン系樹脂を６０質量％以上
の割合で含有していることが好ましく、８０質量％以上の割合で含有していることがより
好ましい。前記ヒートシール面のポリオレフィン系樹脂の含有量が前記範囲であれば、特
に好適なシール強度が得られやすいので好ましい。また、前記ヒートシール面で、ポリオ
レフィン系樹脂と併用しても良い樹脂としては、ポリプロピレン系樹脂と相溶性が良く、
ヒートシールを阻害しない樹脂であれば、特に限定はないが、例えば、エチレン単独重合
体、エチレン－α－オレフィン共重合体等のポリエチレン系樹脂等が挙げられる。
【００５５】
　また、上記以外の樹脂としては、ポリエチレンテレフタレートやポリスチレンを開口部
に使用した包装容器も好ましく使用できる。
【実施例】
【００５６】
（実施例１）
　ヒートシール層用の樹脂として、エチレン－酢酸ビニル共重合体〔ビカット軟化点：４
３℃、ＭＦＲ（１９０℃）：７．５ｇ／１０ｍｉｎ、以下、ＥＶＡ（１）と略記する。〕
７８．５重量％と粘着付与剤２０重量％、エルカ酸アミド０．５重量％及びシリカ１．０
重量％を含有するポリオレフィン系樹脂を用いた。表面層用の樹脂として、メタロセン触
媒を用いて重合されたエチレン－ヘキセン共重合体〔ＭＦＲ（１９０℃）：１．０ｇ／１
０ｍｉｎ、密度：０．９４５ｇ／ｃｍ３、以下、ＬＬＤＰＥ（ａ）と略記する。〕と低密
度ポリエチレン〔ＭＦＲ（１９０℃）：０．５ｇ／１０ｍｉｎ、密度：０．９２ｇ／ｃｍ
３、以下、ＬＤＰＥ（ａ）と略記する。〕とを、比率が５０／５０となるように混合して
用いた。中間層は、表面層と同じ樹脂を用いた。表面層用押出機（口径３０ｍｍ）、中間
層用押出機（口径４０ｍｍ）、ヒートシール層用押出機（口径３０ｍｍ）のそれぞれに、
樹脂を供給し、共押出法により押出温度２５０℃でＴダイから（Ａ）／（Ｃ）／（Ｂ）の
各層の厚さが１０μｍ／１０μｍ／１０μｍになるように押出し、４０℃の水冷金属冷却
ロールで冷却し、表面層の表層にコロナ放電処理を施し、ロールに巻き取り、３５℃の熟
成室で４８時間熟成させて、全厚が３０μｍの積層フィルムを得た。
【００５７】
（実施例２）
　ヒートシール層用樹脂として、ＥＶＡ（１）に代えて、エチレン－酢酸ビニル共重合体
〔ビカット軟化点：４５℃、ＭＦＲ（１９０℃）：７．５ｇ／１０ｍｉｎ、以下、ＥＶＡ
（２）と略記する。〕を用いた以外は、実施例１と同様にして、実施例２の積層フィルム
を得た。
【００５８】
（実施例３）
　ヒートシール層用樹脂として、ＥＶＡ（１）に代えて、エチレン－酢酸ビニル共重合体
〔ビカット軟化点：４７℃、ＭＦＲ（１９０℃）：７．５ｇ／１０ｍｉｎ、以下、ＥＶＡ
（３）と略記する。〕を用いた以外は、実施例１と同様にして、実施例３の積層フィルム
を得た。
【００５９】
（比較例１）
　ヒートシール層用樹脂として、ＥＶＡ（１）に代えて、エチレン－酢酸ビニル共重合体
〔ビカット軟化点：５３℃、ＭＦＲ（１９０℃）：７．５ｇ／１０ｍｉｎ、以下、ＥＶＡ
（４）と略記する。〕を用いた以外は、実施例１と同様にして、比較例１の積層フィルム
を得た。
【００６０】
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　ヒートシール層用樹脂として、ＥＶＡ（１）に代えて、エチレン－酢酸ビニル共重合体
〔ビカット軟化点：５８℃、ＭＦＲ（１９０℃）：７．５ｇ／１０ｍｉｎ、以下、ＥＶＡ
（５）と略記する。〕を用いた以外は、実施例１と同様にして、比較例２の積層フィルム
を得た。
【００６１】
（比較例３）
　ヒートシール層用樹脂として、ＥＶＡ（１）に代えて、エチレン－酢酸ビニル共重合体
〔ビカット軟化点：４０℃未満、ＭＦＲ（１９０℃）：３０ｇ／１０ｍｉｎ、以下、ＥＶ
Ａ（６）と略記する。〕を用いた以外は、実施例１と同様にして、比較例３の積層フィル
ムを得た。
【００６２】
　上記実施例及び比較例にて得られたフィルムについて下記評価を行った。得られた結果
は下表のとおりである。
【００６３】
［低温雰囲気下における積層フィルムのシール強度評価］
　実施例１～比較例２で得られた積層フィルムと、厚みが１２μｍの二軸延伸ポリエステ
ルフィルムとを、ドライラミネート接着剤を用いてそれぞれ貼り合わせ、４０℃で３６時
間エージングした後、縦と横が１０ｃｍ×１０ｃｍになるよう切り出してラミネートフィ
ルムを得た。前記で得られたラミネートフィルムとポリエチレンテレフタレート製丸型成
形カップとを、前記ラミネートフィルムのヒートシール層側の面がカップフランジ側に来
るように重ね合わせたのち、カップシーラー（シンワ機械製カップシーラー）を用いて、
１４０℃に調節された上部ヒートシール金型で、約１２０ｋｇ、１秒の条件でヒートシー
ルした。
【００６４】
　得られたサンプルを－２０℃で６時間保管後、－２０℃の環境下でヒートシールされた
フランジ部分の外側フィルム部分をプッシュプルゲージ先端で掴み、フランジ水平面から
４５度の角度で蓋材を引き剥がしたときの最大強度を開封強度とした。ヒートシールされ
たフランジ部分の外側フィルム部分をプッシュプルゲージ先端で掴み、フランジ水平面か
ら４５度の角度で蓋材を引き剥がしたときの最大強度を開封強度とした。
【００６５】
［積層フィルムの耐ブロッキング性評価］
　ブロッキングテスト：
　得られた共押出多層フィルムを、二軸延伸ポリエステルフィルム１２μｍとドライラミ
ネート接着剤を用いて貼り合わせて、４０℃で３６時間エージングした後、１０ｃｍ×１
０ｃｍに切り出し、ヒートシール樹脂層と二軸延伸ポリエステルフィルムが接触するよう
に重ね合わせ、５０℃の雰囲気で２．０ｔの加重をかけて１ｈｒ保持した後フィルムを取
り出して２３℃で６ｈｒ放置して冷却した後、１５ｍｍ幅に切り出して、フィルムの剥離
強度を測定し、以下の基準で耐ブロッキング性を評価した。
　○：５Ｎ／１５ｍｍ以下
　×：５Ｎ／１５ｍｍを越える
【００６６】



(11) JP 6836710 B2 2021.3.3

10

20

30

【表１】

【００６７】
　上記表より明らかなとおり、実施例１～３の本発明の易開封性積層フィルムは－２０℃
の環境下においても、実用上十分なシール強度を維持しており、耐ブロッキング性にも優
れるものであった。
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